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Dr. Hayao Nakahara gibt Einblicke in 
die Leiterplattenproduktion Asiens
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Die Fachzeitschrift PLUS 
enthält exklusive Mitglieder-
Informationen folgender 
Fachverbände:

InternatIonal  
MIcroelectronIcs  
and packagIng socIety – 
deutschland e. V. 
tel. +49 3677 69-3381 
martin.schneider-ramelow@imaps.de  
www.imaps.de
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dVs – deutscher Verband  
für schweißen und  
verwandte Verfahren e. V. 
tel. +49 211 1591-0 
romina.krieg@dvs-hg.de 
www.dvs-ev.de
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Forschungsvereinigung  
räumliche elektronische  
Baugruppen 3-d MId e. V. 
tel. +49 911 5302-9100 
info@3dmid.de, www.3dmid.de
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Fachverband elektronik-design e. V. 
tel. +49 30 340 60 30 50 
info@fed.de, www.fed.de

Fachverband pcB  
and electronic systems
tel. +49 69 6302-437 
pcB-es@zvei.org, www.zvei.org
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Fachverband electronic  
components and systems 
tel. +49 69 6302-276 bzw. -251 
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org
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eIpc – der europäische  
elektronik-Verband  
tel. +31 46 4264258 
www.eipc.org

Beim Reflowlöten von Leiterplatten kommen Öfen zum Einsatz – doch 
es wird mit der belastenden Hitze nicht immer vorsichtig umgegangen 

91

Die D. Kaupke Leiterplatten 
Service GmbH präsentiert sich 
als Komplettdienstleister rund 
um die Entwicklung, Beschaffung von Leiterplatten, 
deren Bestückung und Komplettmontage.

Diese Dienstleistung wird in den Bereichen: Luftfahrt, 
Automotive, Medizintechnik, Industrieelektronik, 
Messtechnik, Datentechnik und Telekommunikation 
angeboten. 

Weitere Informationen:  
Telefon: +49 (0)911 968796-0, www.kaupke.de
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